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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 单元板：单元板必须加FP字母及周期。即fp+D/C.(优先放于TOP层，无丝印层需添加丝印层)；
            [image: image1.png]



2) 工艺边板：工艺边上需添加客户型号，我司型号，除周期外的我司全套标记. (优先放于TOP层，无丝印层需添加丝印层)； 
2. 线路、表面工艺：
1）表面工艺为水金时，金厚最小0.05um；表面工艺为沉金+金手指/硬金时，金手指不允许残留引线（不能按撕引线制作或激光烧引线制作）
2）当客户没有要求时，此客户的金手指开窗需注意下面两幅图要求。同时顾客没有要求，此顾客金手指倒角不允许内、外层露铜，CAM制作时需要按规范削铜处理：
[image: image2.png]
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3）光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05μm

3. 过孔工艺:
针对如下图类型塞孔处，对于两面开窗的盘中孔不塞孔，按文件做，对于单面开窗的盘中孔按塞孔处理；
       [image: image4.jpg]
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4. 外形、拼板:
1) 板边凹槽的内角半径为0.4MM（即内角的直径为0.8MM，可采用先钻后铣的方式实现）；
2) 如下图所示的此类板边半孔若客户对公差无要求或有要求但大于+/-0.05mm时，需按+/-0.05mm公差来管控：
        [image: image8.jpg][ EH:#);L EEFATE
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3) 此客户的外形要求非常严，所有板必须附客户的外形图给到生产，CAM制作必须查清所有的尺寸及公差，公差超能力的必须反馈评审，有偏公差的，能够调整的必须调整到中心值，无法调整的反馈处理，另外，此客户若金手指位图纸没有标注尺寸，必须GERBER测量尺寸，生产图纸标注尺寸与公差：
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光电通讯板制作及检查相关要求见下联络单：

[image: image10.jpg]Ffi: 2006/07/ 08 H5: QA-0)08 QR-ISO-18 .
T | ERBRRHE AR AR 2 - 3 e doen-
ﬂ,‘wwa.h%fﬁ :gﬁf:?ﬁ'ﬁ?mfwtw*W
EEIEY # %z | mEm
SRR HER M L i o i e B i o
o, —&H% 0O HBEEE 0 Ws%
sk 0 WUEEROLER v R
0 a4 ¥ EREREAR 0 HEEEE
S O #isthen
AR } 2006 %F 7 H 8 HF 2006 ££.8 H 7 H- .

P.. nwssss

B 4 7 A9 Y HUB ™ #h ° H 382 (H ATRI% /47 AL67- D053 AOOL. BO3G. A006), XNATHZ
FP LR TSR L 2 S T o S S KR K, B2 L RS2 B B —
FLLKARBENRAF 2 5, I b A a3, W L% PR % S R, R T
BRRREE MR~ HR T, FHE R MR E A EREURE R s,

TETFEEBUER (FREERN) , A0 7 BER R B A bl RSO SR RN, -
GRS 605301682, LK 4TI EIAEE 1, 24/-0, 1MM;

2-0.3wa5"
3.00 AE: 0.1 B am

BT SR B A R, SRR, TR A AR = T, BETRSTI
SERERS 0 T BABATRER B BIR L SR, BRx A EERR GETERFRY, S8 LERBEE
B FURHELL RIS R 31 |95 AT«

o L SEREEHISARI NG, CRBLAURM I, BT, SRR

2 PR E AR LA TR B AR, R SR E R, R e MR ER A AT
3 BT MPEL SET $rZ 5% TR, &7 205ET (EHE 20SET) # 10%ELBIHIE.

4 BLEME SR WAMERITR, Tl IS0 TR L HUTHR F LB,

|
| Bl

Ty : l

e




4) 此客户光电板拼板（交给顾客的拼板）需参见《光电板推荐排版方式》，如推荐给顾客的拼板与顾客要求的拼板不一致时需书面确认：
                                
[image: image11.wmf]光电板推荐排版方

式.doc


5. 其他:
1) 该客户的所有光电板订单，CAM必须指示如下图(A、B、C、D)四个尺寸给到生产测量：
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    2）顾客无孔铜要求时，按IPCIII标准，PTH孔壁粗糙度≤ 30μm
    3）非压接孔尺寸公差
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    4）金属化和非金属化Slot孔长宽公差+/-0.13mm
6. 客户若提供如下两种倒角要求，分别指金手指倒边和直角倒斜角，如下（具体倒角参数以客户提供为准），请按客户要求倒角
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7.金手指尺寸公差通用要求
1） 客户提供了8种类型的金手指图和尺寸以及公差要求，具体见附件，当客户提供的订单文件中尺寸以及公差与此附件内容不符时需要EQ与客户确认（客户会在文件中写明金手指的型号）
2） 金手指图纸需要提供给生产做监控。


[image: image14.emf]A006金手指通用要 求.xlsx


8.邦定（COB）板的要求
1)DB焊盘长A 和宽B 公差-50μm/+50μm；

[image: image15.png]



2）Mark点尺寸公差：+/-30μm

3）Mark点距离公差+/-4mil

4）当客户设计的阻焊开窗长度/焊盘长度＜10mil时需反馈客户修改至≥10mil，若客户不同意需反馈技术部评估。

备注：因必须满足客户要求A+B 区WB 焊盘+走线露出长度≥175μm
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5）镍钯金厚度：薄钯：金厚≥0.05μm，钯厚≥0.1μm，镍厚3~8μm

厚钯：金厚≥0.05μm，钯厚≥0.3μm，镍厚3~8μm

预审部分：
1. 如是光电板则ERP报价条件需勾选光电板项，位置在限制批量上面；
2.  最小层间介质90微米
3.  制板说明中无要求时，内外层基铜按0.5OZ（单面板按1OZ）

4.  顾客无要求时，用绿色阻焊
CAM部分： 
1. 工艺边铺成实心铜，保证铣外形或V-CUT时不漏铜。铺铜时需保证V-CUT线向工艺边延伸2MM距离区域内（工艺边和桥连）所有层不存在铺铜，并且铺铜要铺成一条直线，形成规则的矩形，如下图所示。
[image: image17.png]



      2.打叉要求：SET中打叉数量低于SET中UNIT数的10%，每批次交货中打叉板的SET数量不超过交货数量的5%

      3.内层不允许补线，外层允许补线
      4.距离反光点焊盘边2.5MM范围内不允许加任何标记

      5.无说明时，使用电解铜箔


  6.CAM在沉铜工序备注：不允许沉铜返工
_1244560452.doc
                              光电板推荐排版方式

一.为解决毛刺和V-cut品质问题，推荐如下图所示排版方式：横向使用邮票孔连接（千万不可使用V-cut连接），竖向使用“V-CUT+附连边”连接）：


[image: image1.png]





二.邮票孔设计：


1.孔径0.30—0.6mm（推荐0.4—0.5mm），邮票孔大小与连接处的无铜区面积大小呈正比；


2.孔径的1/2—2/3落在单元板内；

3.筋数2—5个（推荐3个），筋宽10—20mil（推荐15mil）；应随拼板尺寸的增大而增多（宽）；

4.单元间距：2mm

[image: image2.png]



 [image: image3.png][







三．附连边设计：


1.附连边宽度10—15mm（推荐10mm）；

2.铣板路径不要与V-CUT线平行，应错开0.5—1mm；目的为消除毛刺。

[image: image4.png]






目录

		金手指编号		金手指类型

		F1		SFP

		F2		SFP+

		F3		XFP

		F4		DSFP

		F5		QSFP+/QSFP28/QSFP56

		F6		QSFP-DD

		F7		CFP2

		F8		OSFP



















SFP

		SFP金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸（mm）		正源要求公差

		A01		3.8		±0.1

		A02		3.4		±0.1

		A03		0.8		±0.1

		A04		0.6		±0.05

		A05		9.2		±0.1

		A06		1.3		±0.1

		A07		0.9		±0.05

		A08		0.5		±0.05

		A11		1		±0.1

		A12		0.3		+0.1/-0.2

		A13		45°		±5°

		A14		4		±0.1

		A15		0.4±0.1
45±5°		0.4±0.1
45±5°





SFP+

		SFP+金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸（mm）		正源要求公差

		A01		3.8		±0.1

		A02		3.4		±0.1

		A03		0.8		±0.1

		A04		0.6		±0.05

		A05		9.2		±0.1

		A06		1.3		±0.1

		A07		0.8		±0.05

		A08		0.4		±0.05

		A09		2.7		±0.05

		A10		/		按GERBER制作

		A11		1		±0.1

		A12		0.3		+0.1/-0.2

		A13		45°		±5°

		A14		/		按照外框图纸执行

		A15		0.4±0.1
45±5°		0.4±0.1
45±5°





XFP

		XFP金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸（mm）		正源要求公差

		A01		1.6		±0.05

		A02		1.4		±0.1

		A03		0.9		±0.05

		A04		0.4		±0.05

		A05		13.2		±0.1

		A06		5.8		±0.1

		A07		5.4		±0.1

		A08		0.6		±0.05

		A09		1		±0.1

		A11		0.3X45°		0.3±0.1
45±5°

		A12		1.6		±0.05

		A13		1.4		±0.1

		A14		0.9		±0.05

		A15		0.8		±0.05

		A16		5.8		±0.1

		A17		5.4		±0.1

		A18		0.6		±0.05

		A19		0.3X45°		0.3±0.1
45±5°

		A20		0.8		+0.1



































































DSFP

		DSFP金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸(mm)		公差（mm)

		A01		9.23		±0.07

		A02		3.8		±0.1

		A03		4.2		±0.1

		A04		0.65		±0.05

		A05		1.05		±0.05

		A06		1.65		±0.1

		A07		0.45		±0.05

		A08		0.3		±0.1

		A09		45°		±5°

		A10		0.3		±0.1

		A11		0.3		±0.1

		A12		1		±0.1

		A13		9.23		±0.07

		A14		4.2		±0.1

		A15		3.8		±0.1

		A16		0.45		±0.05

		A17		0.8		±0.05

		A18		1.05		±0.05

		A19		1.65		±0.1

		A20		2.3		±0.05





QSFP+ QSFP28 QSFP56

		QSFP+/QSFP28/QSFP56金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸（mm）		正源公差要求

		A01		16.4		±0.1

		A02		1		±0.1

		A03		14.4		±0.05

		A04		7		±0.1

		A05		7.4		±0.1

		A06		0.8		±0.05

		A07		0.6		±0.05

		A08		2		±0.05

		A09		1.45		±0.1

		A10		0.9		±0.05

		A11		0.4		±0.05

		A14		0.5 X45°		±0.1
±5°

		A16		0.3 X45°		±0.1
±5°

		A17		0.4		±0.1



阻焊不允许上金手指



QSFP-DD

		QSFP-DD金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸(mm)		公差（mm)

		A01		16.42		±0.08

		A02		14.4		±0.05

		A03		7.4		±0.1

		A04		7		±0.1

		A05		0.8		±0.05

		A06		1.4		±0.1

		A07		0.35*45°		0.35±0.1
45±5°

		A08		0.3*45°		0.3±0.1
45±5°

		A09		0.54		±0.04

		A10		0.13		±0.05

		A11		0.9		±0.05

		A12		1.8		±0.05

		A13		2		±0.05

		A14		3.8		±0.05

		A15		7.4		±0.05

		A16		0.13		±0.05

		A17		0.6		±0.05

		A18		6.9		±0.05

		A19		0.4		±0.05

		A20		7.95		±0.1

		A21		0.13		±0.05

		A22		1.85		±0.05

		A23		2.8		±0.05





CFP2

		CFP2 金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸（mm）		正源要求

		A01		32.25		±0.1

		A02		30.6		±0.1

		A03		15.3		±0.05

		A04		0.6		±0.05

		A05		0.5		±0.1

		A06		1		±0.05

		A07		1.2		±0.1

		A08		0.4		±0.15

		A09		1		±0.1

		A10		0.35		±0.03





OSFP

		OSFP金手指尺寸公差要求

		序号		尺寸(mm)		公差（mm)

		A01		1.4		±0.1

		A02		0.85		±0.08

		A03		0.55		±0.08

		A04		0.6		±0.05

		A05		2		±0.05

		A06		8.85		±0.1

		A07		18.77		±0.07

		A08		8.55		±0.1

		A09		0.38		±0.03

		A10		0.6		±0.05

		A11		0.25*45°		±0.1*±5°

		A12		0.3*45°		±0.1*±5°

		A13		1		±0.1

		A14		0.6		±0.05

		A15		0.38		±0.03

		A16		0.6		±0.05

		A17		8.85		±0.1

		A18		8.55		±0.1

		A19		0.98		±0.03

		A20		0.98		±0.03
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